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4 Bemerkungen L
NOTES
Massgebend ist der deufsche Text
" ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
A\ Verwendumg fuer Leiterplattendicke: 1.6 =£0.14mm
USED ON' PCB THICKNESS 1.6 0. tnm
3
N Loemarkem nach DIN 4006
%&? SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 60046
g N ; i ifikatic Kontaktstiff siehe Zeichnung, TE 114-18063.Version B
Lochaufbau in der Leiterplatte wﬁ%ﬁgli’éaoas?shr&g Pfg:é'f:;é"g" A LG Pw Lo kw6 T i ThoeaveAs on &
HOLE CONSTRUCT FOR - A\ Zusfand vor dem Einpressen
Tomauioan 0P N & S ;TALTUS BEFUR[S\NSEREUN i 10
ulaessige Saebelfoermigkeit: 40mm/m
5 :DLE (U:ST'UU PcB T R TTED SABERSHARPIEGS LOmm/m 5
upferschicl
Oberstand min. 50 ym COPPER COATING 25-75 ym 25-75 um 25-50 ym Einpresszone fuer 1.6mm Leiterplatte
- n o Anforderung an Leiterplattenloch, siehe Tabelle
RESTRING MIN. 50 pm Zinn/Blei Schicht 0 o R R snforderung an Leiternl
TIN/LEAD COATING REQUIRENENTS ON PCB HOLE. SEE TABLE
Zinn Schicht 0.5-1.5
| TIN COATING - - -l m A\ Verpackungseinheit: 50.000 Stck. auf wiederverwendbarer
Nickel Schicht Kunststoff-Spule @ 588mm mit Zwischenlagenpapier, 3 Spulen im Karfon
- . - PACKAGING UNIT: 50.000 PCS ON REUSABLE PLASTIC REEL DIA 588MN
‘ NICKEL COATING max. 5 um W ITH INTERLEAVING PAPER. 3 REELS IN BOX.
Gold Schicht
- . 0.2 - Lachaufbau (Zinn/Blen 1n der Leiferplatte (siehe Tabelle)
GOLD COATING e o A R0lE ToNsTRUCT (TINATAD) FOR B (50 TABLD[
| Bohr @ 1.1540.025 1.1540.025 1.1540.025 /i Lothaufbau (NickeL/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle] [
HOLE DIA. HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE)
. Plattierter ¢ +0.15 +0.15 1.07+0-065
PLATED DIA. Q.94 Q.94 -0.055 A Lochaufbau (Zinn) in der Leiferplafte (siehe Tabelle. moch nicht erproft
A 29639618 | A Zinn/TIN 7 [e2 ] - [ne nach TE-Spezifikation 108-18643)
- HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE: NOT YET APPROVED ACC. TO TE SPECIFICATION 108-18643)
306396461 A Gold/GOLD 55 | M| - [
29639647 | A Znn/ TN 7 [ ma | - w7
2-963964-6 8 Zon/TIN 7 |16 775 [ 12 Oberflaeche/SURFACE
B 2963945 C|cuNisi Fs8 [ Zin/Tin s [005 [82 [ 16 925 21k SoLsaustughtong: 0.8pm bis 2ym Au ueber NI =
A 9-963964-4 A Zin/TIN 7| M\6 705 ) 17.2 Zone " |GOLD VERSION:  O.8ym TO 2pm Au OVER Ni 11 A
AT)8-963964-4 A\ | B Zin/TIN 7 (98 [ - B4 AREA Zim-AvsTuenrung: | m bis 3 um Sn
(O =TT Gula/GOLD 55 |96 | - [ B4 TIN-VERSION m 70 3 pm Sn L v " TN 00 Gt
A 29636t | 8 Zim/ TN 7 |98 | - [Ba Zone “I” [Sthichtdicke: Hum is 2.2um Ni - O ckh b
981960 % 5 o800 55 Tos | - [ me AREA COAT THICKNESS: 1.3um TO 2.2um Ni sEag =
2-963943 B Zinn/TIN 7 805 | - [1& Zone I |Sthichtdicke: 0.8 pm bis 1.8 pm Sn ueber Ni nm
e w0 35 oo |~ e AREA |COAT THITKNESS: 0.5 m T0 1.8 ym Sn DVER M rolty LLZ“S.T T L s
i T v T [ o
Venson| s, (oo, | i | suerace (B gl @am e | 0 | ow | v A 1] o719 (863964 B
ORDER NO. AREA F Sz WEIGHT /KUNDENZE CHNUNG [56 . =
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